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2023年全球半导体封装用键合丝市场销售额达到了 亿美元，预计2030年将达到 亿美元，年复合增长率（CAGR）为 %（2024-2030）。地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2023年市场规模为 百万美元，约占全球的 %，预计2030年将达到 百万美元，届时全球占比将达到 %。

接合线被用作半导体封装的互连材料。它是一种将电信号从半导体传输到外部的薄金属线。半导体被用于支持我们日常生活的各种材料，从电脑、家用电器到汽车。通常，半导体封装在引线接合工艺之后用模制树脂密封，因此从外部看不到接合引线。金、银、铜和铝被用作接合导线的材料。金几乎只用于球键合工艺，但钯涂层铜（PCC）线（EX线）的发明改变了2010年代初键合线市场的动态。现在PCC电线是市场上使用最广泛的材料。近年来，作为金线的替代品，银线在各种类型的封装应用中的使用也在增加。铝线主要用于功率半导体的楔形键合工艺。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据，该行业在2022年经历了重大起伏。虽然芯片销售在2022年达到了有史以来最高的年度总额，但下半年的放缓大大限制了增长。2022年，全球半导体销售额达到5740亿美元，其中美国半导体公司的销售额总计为2750亿美元，占全球市场的48%。为了保持行业竞争力，美国半导体企业在研发方面的投资也达到了历史最高水平588亿美元。从历史上看，PC/计算机和通信终端市场约占总销售额的三分之二，汽车、工业和消费电子等行业占其余部分。但根据WSTS的2022年半导体最终用途调查，2022年终端市场的销售额显示出明显的变化。虽然PC/计算机和通信终端市场仍占2022年半导体销售的最大份额，但其领先优势缩小了。与此同时，汽车和工业应用经历了今年最大的增长。

本报告研究全球与中国市场半导体封装用键合丝的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2019至2023年，预测数据为2024至2030年。

主要厂商包括：

    Heraeus

    Tanaka

    Nippon Steel

    AMETEK

    Tatsuta

    MKE Electron

    烟台一诺电子材料

    宁波康强电子

    北京达博有色金属焊料

    上海万生合金材料

    烟台招金励福贵金属

    上海铭沣半导体科技

    江苏金蚕电子科技

    骏码科技集团

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

    键合金丝

    键合铜丝

    键合银丝

    键合铝丝

    其他

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

    通信

    计算机

    消费电子

    汽车

    其它

重点关注如下几个地区:

    北美

    欧洲

    中国

    日本

本文正文共10章，各章节主要内容如下：
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第5章：全球半导体封装用键合丝主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、半导体封装用键合丝产品型号、销量、收入、价格及最新动态等
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